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(57)【要約】
本発明は、外部取出し効率の高い有機エレクトロルミネ
センス表示装置を歩留り良く製造できる有機エレクトロ
ルミネセンス表示装置及びその製造方法を提供すること
を目的とする。本発明は、有機エレトクトロルミネセン
ス素子を有する素子配置基板と、上記有機エレクトロル
ミネセンス素子の駆動回路を有する回路基板とが互いに
接合された構造を有する有機エレクトロルミネセンス表
示装置であって、上記素子配置基板は、観察面側から、
透明剥離層、光散乱層、透明電極、発光層及び反射電極
を備え、上記素子配置基板と上記回路基板との間隙に、
上記反射電極を上記駆動回路の電極に電気的に接続する
導電体を有する有機エレクトロルミネセンス表示装置で
ある。



(2) JP WO2010/079640 A1 2010.7.15

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
有機エレトクトロルミネセンス素子を有する素子配置基板と、該有機エレクトロルミネセ
ンス素子の駆動回路を有する回路基板とが互いに接合された構造を有する有機エレクトロ
ルミネセンス表示装置であって、
該素子配置基板は、観察面側から、透明剥離層、光散乱層、透明電極、発光層及び反射電
極を備え、
該素子配置基板と該回路基板との間隙に、該反射電極を該駆動回路の電極に電気的に接続
する導電体を有することを特徴とする有機エレクトロルミネセンス表示装置。
【請求項２】
前記透明剥離層は、前記光散乱層上に部分的に形成されており、
前記有機エレクトロルミネセンス表示装置は、前記観察面側に該透明剥離層と間隙を空け
て保護基板を更に備え、
該素子配置基板と該保護基板との間には、気体層が形成されていることを特徴とする請求
項１記載の有機エレクトロルミネセンス表示装置。
【請求項３】
前記気体層は、空気層であることを特徴とする請求項１又は２記載の有機エレクトロルミ
ネセンス表示装置。
【請求項４】
前記保護基板は、ガラス基板又は樹脂フィルムであることを特徴とする請求項２又は３記
載の有機エレクトロルミネセンス表示装置。
【請求項５】
前記保護基板は、カラーフィルタ基板であることを特徴とする請求項２～４のいずれかに
記載の有機エレクトロルミネセンス表示装置。
【請求項６】
前記透明剥離層の厚みは、４０ｎｍ～３００ｎｍであることを特徴とする請求項１～５の
いずれかに記載の有機エレクトロルミネセンス表示装置。
【請求項７】
前記光散乱層は、コーナーキューブアレイであることを特徴とする請求項１～６のいずれ
かに記載の有機エレクトロルミネセンス表示装置。
【請求項８】
有機エレトクトロルミネセンス素子を有する素子配置基板と、該有機エレクトロルミネセ
ンス素子の駆動回路を有する回路基板とが互いに接合された構造を有する有機エレクトロ
ルミネセンス表示装置の製造方法であって、
該製造方法は、
支持基板の主面上に透明剥離層を形成する透明剥離層形成工程と、
該透明剥離層の上に光散乱層を形成する光散乱層形成工程と、
該光散乱層の上に、透明電極、発光層及び反射電極がこの順に積層された有機エレクトロ
ルミネセンス素子を形成する素子形成工程と、
該支持基板の該有機エレクトロルミネセンス素子が形成された側の面及び該回路基板の主
面の少なくとも一方の面上に導電体材料を配置する導電体材料配置工程と、
該反射電極と該駆動回路の電極とが導電体材料により接続されるように、該素子配置基板
と該回路基板とを貼り合わせる貼り合わせ工程と、
該支持基板の該有機エレクトロルミネセンス素子が形成された側とは反対の主面側から部
分的なレーザ照射を行って該透明剥離層の一部を改質するレーザ照射工程と、
改質した透明剥離層の部分から該支持基板を剥離する剥離工程とを
有することを特徴とする有機エレクトロルミネセンス表示装置の製造方法。
【請求項９】
前記レーザ照射工程は、
マスクを介して、表示装置の表示領域の外縁及び／又は表示領域内における画素領域間に
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レーザ照射することを特徴とする請求項８記載の有機エレクトロルミネセンス表示装置の
製造方法。
【請求項１０】
前記マスクとしてカラーフィルタを用いることを特徴とする請求項９記載の有機エレクト
ロルミネセンス表示装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、有機エレクトロルミネセンス表示装置及びその製造方法に関する。より詳しく
は、発光層等を有する基板と薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）素子等を有する基板とを貼り合
わせた構造を有する有機エレクトロルミネセンス表示装置及びその製造方法に関するもの
である。
【背景技術】
【０００２】
有機エレクトロルミネセンス（以下、「ＥＬ」ともいう）表示装置は、次世代を担う有望
な表示装置として盛んに開発が行われており、徐々に実用の範囲が広まってきている。有
機ＥＬ表示装置は、光の取り出し方向から、トップエミッション型とボトムエミッション
型とに大別できる。トップエミッション型の有機ＥＬ表示装置は、ガラス基板等の基板上
に、金属電極、発光層、透明電極の順番で成膜された膜構成を有する。ボトムエミッショ
ン型の有機ＥＬ表示装置は、同じくガラス基板等の基板上に、透明電極、発光層、金属電
極の順番で成膜された膜構成を有する。この膜構成の違いから、トップエミッション型の
有機ＥＬ表示装置は、発光層を基準として素子基板と反対の方向に発光するのに対し、ボ
トムエミッション型の有機ＥＬ表示装置は、発光層を基準として素子基板の方向に発光す
る。このように、トップエミッション型の有機ＥＬ表示装置とボトムエミッション型の有
機ＥＬ表示装置とでは、発光層からの光の取り出し方向が異なる。
【０００３】
有機ＥＬ表示装置は、トップエミッション型及びボトムエミッション型のいずれの型にお
いても、発光層からの発光は全反射によって導光成分が生じる。そのため、発光層からの
発光を素子外部へ取り出す外部取出し効率は、２０～２５％程度にとどまっており、外部
取出し効率を高めることが求められている。外部取出し効率を高めるためには、発光層か
らの発光を同じ画素内で取り出せるようにすることが必要であり、そのためには、発光層
からの発光を散乱させて、さらに散乱させた光を素子外部へ導光することが必要になる。
発光層からの発光を散乱させる散乱手段としては、反射機能を有する光学部材を設けるこ
とが提案されており、散乱効果の高い光学部材としては、コーナーキューブアレイが知ら
れている（例えば、特許文献１参照。）。
【０００４】
散乱させた光を素子外部へ導光する導光手段は、光の出射側に設けることが必要であり、
できるだけ低屈折率で、かつ、厚みが薄いことが好ましい。そこで、導光手段として、発
光層の近傍に金属薄膜等の低屈折率層を設ける方法（例えば、特許文献２参照。）等が提
案されている。低屈折率層は、光の透過率を考慮すると、透明であることが好ましい。低
屈折率で、厚みが薄く、透明な低屈折率層としては、空気等の気体からなる気体層が考え
られる。低屈折率層として、気体層を光の出射側に設けることで、気体層とこの気体層よ
りも屈折率の高い層との界面で全反射が生じ、発光層からの散乱光を効率良く外部へ出射
できる。低屈折率層は、トップエミッション構造の有機ＥＬ表示装置であれば、素子配置
基板の主面上にＥＬ素子を形成した後に形成すれば良いため、適用は容易である。
【０００５】
しかしながら、ボトムエミッション型の有機ＥＬ表示装置は、素子配置基板とＥＬ素子と
の間に低屈折率層を形成しなければならないため、低屈折率層をどの工程で形成するかが
問題となる。例えば、有機ＥＬ素子を構成する発光層は、真空成膜によって形成されるこ
とが一般的であることから、発光層の成膜前に低屈折率層となる気体層を形成することは
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難しい。また、上記したコーナーキューブアレイのように散乱効果の高い光学部材を設け
る場合には、コーナーキューブアレイの形成方法との関係から気体層の形成が難しい。す
なわち、コーナーキューブアレイは、Ｐｈｏｔｏ―Ｐｏｌｙｍｅｒ転写法（以下、２Ｐ転
写法と称す。）によって形成されるが、２Ｐ転写法では、支持基板上に液体状の紫外線（
ＵＶ）硬化樹脂を塗布し、金型で加圧しながらＵＶ光を照射し形成することから、硬化前
のＵＶ硬化樹脂は液体状であり、気体層を保つことが難しい。このように、ボトムエミッ
ション型の有機ＥＬ表示装置においては、有機ＥＬ素子の形成前の初期工程において、気
体層を形成することは難しい。
【０００６】
ところで、従来より、表示装置の薄型化・軽量化等を図ることを目的として、支持基板上
に薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）等の機能性素子を形成し、形成された機能性素子を支持基
板から剥離して別の基板に貼り付ける手法が提案されている。この方法によれば、機能性
素子の形成時には、支持基板としてガラス基板等の耐熱性等に優れた基板を用いることが
でき、剥離された機能性素子は、薄くて軽量な樹脂フィルム等の別の基板に貼り付けるこ
とができるため、表示装置の薄型化・軽量化等が実現できる。
【０００７】
機能性素子を支持基板から剥離する方法としては、エッチングや研磨により支持基板を除
去する方法（例えば、特許文献３参照。）、支持基板上に金属層又は窒化物層に接した酸
化物層からなる剥離層を設けて、この剥離層から機能性素子を機械的に分離する方法（例
えば、特許文献４参照。）、アモルファスシリコン（ａ－Ｓｉ）からなる剥離膜に水素イ
オンを注入した後、加熱して剥離膜から基板を分離する方法（例えば、特許文献５参照。
）、支持基板上に分離層を形成し、この分離層にレーザ照射して密着性を変化させること
により基板を離脱する方法（例えば、特許文献６参照。）等が知られている。
【０００８】
上記した機能性素子を剥離する手法をボトムエミッション型の有機ＥＬ表示装置に適用す
ることにより、有機ＥＬ素子を別の基板に貼り付けた後に低屈折率層を形成することが考
えられる。例えば、支持基板の主面上に散乱手段と有機ＥＬ素子とを形成し、これらを支
持基板から剥離した後、別の基板に貼り付けて気体層を形成することが考えられる。この
とき、発光の外部取り出し効率を考慮すると、支持基板からの剥離面に着色等がなく光の
透過率が保たれていること、発光層にダメージを与えない処理であること、大面積を全面
にわたって歩留まりよく剥離できることの３点が要求される。
【０００９】
しかしながら、特許文献３に記載のようにエッチングや研磨等により支持基板を除去する
技術では、エッチング薬液等によって有機ＥＬ素子を構成する発光層が劣化することがあ
る。また、機能性素子の剥離には、特許文献４に記載のように機械的に分離する技術が簡
易であり望ましいが、この方法はＴＦＴ等の機能性素子の剥離には適用できるものの、機
能性素子が有機ＥＬ素子であり、更にコーナーキューブアレイのような樹脂構造物を設け
た場合には適用が困難である。これは、樹脂構造物と有機ＥＬ素子との密着性が、支持基
板と剥離層との密着性よりも低くなることが多く、機械的な分離によって素子に劣化が生
じやすいためである。
【００１０】
また、支持基板と樹脂構造物との間に剥離層を設ける場合には、剥離のための制御手段を
設けなければ均一な剥離を行うことが難しく、特に、大面積の支持基板を用いた場合にそ
の傾向が顕著であるため、歩留まり良く剥離を行うことが困難である。また、特許文献５
に記載のように剥離膜としてアモルファスシリコン（ａ―Ｓｉ）を用いる方法は、剥離面
が透過性を有していないために適用できない。更に、特許文献６に記載のようにレーザ照
射を用いる方法では、分離層がレーザ照射により着色してしまい、これにより透過率が低
下するという課題があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【００１１】
【特許文献１】特開２００２－１９８１８４号公報
【特許文献２】特開２００４－２２１７６号公報
【特許文献３】特開２００７－８８４９１号公報
【特許文献４】特開２００３－１７４１５３号公報
【特許文献５】特開２００４－３３５９６８号公報
【特許文献６】特開２００４－１４０３８１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
本発明は、上記現状に鑑みてなされたものであり、外部取出し効率の高い有機エレクトロ
ルミネセンス表示装置を歩留り良く製造できる有機エレクトロルミネセンス表示装置及び
その製造方法を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
本発明者らは、発光層からの光を効率良く外部へ取り出せる有機ＥＬ表示装置の構成につ
いて種々検討したところ、発光層の付近に設けられる低屈折率層にまず着目した。そして
、低屈折率層を気体層で構成することで、外部取出し効率の高い有機ＥＬ表示装置が得ら
れることを見いだした。また、ＴＦＴ等の機能性素子を備えた表示装置の製造において利
用されていた機能性素子を支持基板から剥離する方法、具体的には、支持基板上に形成さ
れたＴＦＴ等の機能性素子をこの支持基板から剥離して別の基板に貼り付けるという手法
を適用することで、低屈折率層としての気体層を形成することが難しかったボトムエミッ
ション型の有機ＥＬ表示装置であっても、気体層を発光層の付近に形成できることを見い
だした。そして、素子の剥離には、部分的なレーザ照射と機械的な剥離とを組み合わせて
用いることで、発光層にダメージを与えることなく、しかも大面積の支持基板を用いても
基板の全面にわたって歩留り良く剥離できることを見いだし、上記課題をみごとに解決す
ることができることに想到し、本発明に到達したものである。
【００１４】
すなわち、本発明は、有機エレトクトロルミネセンス素子を有する素子配置基板と、上記
有機エレクトロルミネセンス素子の駆動回路を有する回路基板とが互いに接合された構造
を有する有機エレクトロルミネセンス表示装置であって、上記素子配置基板は、観察面側
から、透明剥離層、光散乱層、透明電極、発光層及び反射電極を備え、上記素子配置基板
と上記回路基板との間隙に、上記反射電極を上記駆動回路の電極に電気的に接続する導電
体を有する有機エレクトロルミネセンス表示装置である。
【００１５】
本発明はまた、有機エレトクトロルミネセンス素子を有する素子配置基板と、上記有機エ
レクトロルミネセンス素子の駆動回路を有する回路基板とが互いに接合された構造を有す
る有機エレクトロルミネセンス表示装置の製造方法であって、上記製造方法は、支持基板
の主面上に透明剥離層を形成する透明剥離層形成工程と、上記透明剥離層の上に光散乱層
を形成する光散乱層形成工程と、上記光散乱層の上に、透明電極、発光層及び反射電極が
この順に積層された有機エレクトロルミネセンス素子を形成する素子形成工程と、上記支
持基板の上記有機エレクトロルミネセンス素子が形成された側の面及び上記回路基板の主
面の少なくとも一方の面上に導電体材料を配置する導電体材料配置工程と、上記反射電極
と上記駆動回路の電極とが導電体材料により接続されるように、上記素子配置基板と上記
回路基板とを貼り合わせる貼り合わせ工程と、上記支持基板の上記有機エレクトロルミネ
センス素子が形成された側とは反対の主面側から部分的なレーザ照射を行って上記透明剥
離層の一部を改質するレーザ照射工程と、改質した透明剥離層の部分から上記支持基板を
剥離する剥離工程とを有する有機エレクトロルミネセンス表示装置の製造方法でもある。
以下に本発明を詳述する。
【００１６】
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本発明の有機ＥＬ表示装置は、有機ＥＬ素子を有する素子配置基板と、上記有機ＥＬ素子
の駆動回路を有する回路基板とが互いに接合された構造を有する。回路基板と接合された
素子配置基板は、観察面側から、透明剥離層、光散乱層、透明電極、発光層及び反射電極
（金属電極）を備え、発光層からの光は、透明剥離層の設けられた側の面から取り出され
る。したがって、本発明に係る有機ＥＬ表示装置は、膜構成の面からは、ボトムエミッシ
ョン型の構成でありながら、トップエミッション構造を有するものであるといえる。
なお、有機ＥＬ表示装置は、一般に有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）表示装置と呼ばれる
こともある。
【００１７】
このような構成を有する有機ＥＬ表示装置は、素子配置基板の透明剥離層が設けられた側
の面に、ガラスや樹脂等からなる基板よりも屈折率の低い低屈折率層を容易に形成できる
。これにより、低屈折率層と、素子配置基板及び／又は透明剥離層との界面で全反射が生
じて、発光層からの散乱光を効率良く外部へ出射できることとなる。低屈折率層は、特に
限定されるものではないが、一番安価で簡易な構成としては、透明剥離層の形成面側にあ
る空気を低屈折率層として利用するものが挙げられる。これにより、本発明においては、
従来は低屈折率層の形成が困難であったボトムエミッション型の膜構成を有する有機ＥＬ
表示装置においても容易に低屈折率層を形成でき、外部利用効率の高い有機ＥＬ表示装置
を実現できる。
【００１８】
本発明の有機ＥＬ表示装置において素子配置基板に設けられた上記透明剥離層は、照射さ
れる光を吸収し、その層内及び／又は界面において剥離（層内剥離、界面剥離）を生じる
ような性質を有するものであり、好ましくは、光の照射により、透明剥離層を構成する物
質の原子間または分子間の結合力が消失または減少する、アブレーションが生じて層内剥
離及び／又は界面剥離に至るものがよい。透明剥離層としては、ポリイミド膜等の材質に
て形成されたものが挙げられる。また、透明剥離層は、光散乱層上に形成されていればよ
く、その配置形状等は特に限定されるものではなく、光散乱層の主面全面に形成されてい
ても良く、部分的に形成されていてもよい。本発明に係る有機ＥＬ表示装置において、透
明剥離層の存在は、例えば、走査型電子顕微鏡（ＥＭＳ）等を用いて確認できる。
【００１９】
上記透明剥離層の厚みは、特に限定されるものではないが、できるだけ薄いことが好まし
く、例えば、４０ｎｍ～３００ｎｍであることが好ましい。透明剥離層の厚みが４０ｎｍ
未満であると透明剥離層の形成が難しく、厚みが３００ｎｍを超えると高い導光性が得ら
れにくくなる。
【００２０】
光散乱層は、発光層からの光を散乱する光散乱性を有する層であり、アクリル系やウレタ
ン系の光硬化性樹脂等の材質にて形成されたものが挙げられる。なかでも、光散乱層は、
コーナーキューブアレイであることが好ましい。コーナーキューブアレイは、光を反射す
る性質を持った平面を組み合わせてなる角錘状の単位構造（コーナーキューブ）が複数配
列されてなる光学部材であり、高い光の散乱性を有する。また、コーナーキューブアレイ
の底面側から入射した光は、平面で反射を繰り返して入射方向へ帰る再帰性反射機能を有
することから、コーナーキューブアレイは再帰性反射基板である。更に、コーナーキュー
ブアレイを用いることで、円偏光板を使わずに黒表示が実現でき、実効的な外部取り出し
効率の向上が図れる。
【００２１】
なお、散乱手段としてコーナーキューブアレイを用いただけでは、散乱性は高まるものの
、発光層で発光した光は導光して発光点から離れた場所で光がパネル外に出射する。本発
明においては、上記のように光散乱層上に低屈折率層が形成されており、更に散乱手段と
してコーナーキューブアレイを組み合わせて用いることで、より一層、外部取り出し効率
を高めることができる。
【００２２】
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上記素子配置基板において、透明電極、発光層、及び、反射電極は、有機ＥＬ素子を構成
する。透明電極としては、酸化インジウム錫（ＩＴＯ）、酸化インジウム亜鉛（ＩＺＯ）
等の金属酸化物が好適に用いられる。反射電極と透明電極との間には、発光層以外に、正
孔輸送層、正孔注入層、電子輸送層、電子注入層等が配置されてもよい。
【００２３】
上記回路基板は、上記有機ＥＬ素子の駆動回路を有する。この駆動回路は、素子配置基板
に設けられた有機ＥＬ素子の駆動に用いられる回路であれば特に限定されず、有機ＥＬ素
子に信号を伝送する配線、有機ＥＬ素子の駆動制御に用いられる素子等により構成される
。有機ＥＬ素子に信号を伝送する配線としては、ゲートライン、ソースライン等が挙げら
れる。有機ＥＬ素子の駆動制御に用いられる素子としては、ＴＦＴ等が挙げられる。また
、上記回路基板に設けられる駆動回路は、有機ＥＬ素子の駆動に必要な回路すべてである
必要はなく、素子配置基板及び回路基板以外に設けられた外部回路、素子配置基板に設け
られた他の回路等とともに、有機ＥＬ素子の駆動を行うものであってもよい。上記回路基
板の構成としては、上述の駆動回路を有していれば特に限定されず、例えば、基板上に配
線、電極、電気素子等が絶縁膜を介して積層された構成を有するものが好ましい。
【００２４】
本発明の有機ＥＬ表示装置は、素子配置基板と回路基板との間隙に、反射電極を駆動回路
の電極に電気的に接続する導電体を有する。現在の一般的なディスプレイにおいては、デ
ィスプレイを構成する画素は少ないものであっても数万個以上あり、ＴＦＴ素子等を有す
る基板と発光層等を有する基板との貼り合わせの際には、その全ての画素において、電気
的接続を行う必要がある。
【００２５】
本発明においては、塑性変形性材料を用いて形成された導電体によって素子配置基板と回
路基板とを電気的に接続することが好ましい。塑性変形する材料（以下、導電体材料とも
いう）を用いて導電体が形成されることにより、素子配置基板と回路基板との貼り合わせ
の際に、導電体材料を基板表面の形状に追従して変形させることができるため、有機ＥＬ
素子の電極と駆動回路の電極との電気的接触を確実に行うこと、及び、接触面積を大きく
確保することが可能となる。その結果、作製プロセスにおける基板間隔のマージン（導電
体による電気的接触を考慮したときの設計上の許容誤差）が大きくなる。
【００２６】
したがって、導電体材料は、素子配置基板と回路基板との貼り合わせの際に塑性変形する
ものであればよく、素子配置基板と回路基板との貼り合わせ後には塑性変形しないもので
あってもよい。上記導電体材料が塑性変形することで、導電体の形状は、素子配置基板及
び／又は回路基板の基板表面の形状に追従したものとなる。
【００２７】
上記導電体材料としては、例えば、導電性ペースト、異方性導電フィルム、半田等が挙げ
られる。なかでも、追随性に優れるとともに適度な形状の保持性を有し、かつ有機ＥＬ素
子の電極と駆動回路の電極との電気的接続を穏やかな温度及び圧力条件で行うことができ
る点から、導電性ペーストが好適である。すなわち、上記導電体は、導電性ペーストから
形成されたものであることが好ましい。導電性ペーストは、通常、固形分及び溶剤を含む
材料である。
【００２８】
また、上記導電体の配置は、有機ＥＬ素子の電極と駆動回路の電極とを電気的に接続する
ものであれば特に限定されないが、画素毎に配置された有機ＥＬ素子と回路基板に設けら
れた駆動回路とを導電体によりそれぞれ導通させる形態とするためには、導電体は画素毎
に個別に配置されることが好ましい。例えば、素子配置基板と回路基板とを全ての画素に
おいて電気的に接続させつつ貼り合わせた構成のものは、塑性変形する材料を用いて形成
された導電体によって貼り合わせることで、導電体による電気的接触の確実性を高め、そ
の接触面積を大きく確保するとともに、画素間リーク、欠損（ボイド）の発生を抑制でき
る。更に、塑性変形しない材料からなるスペーサを設けると、その効果はより顕著となる
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。
【００２９】
本発明の有機ＥＬ装置には、上記素子配置基板、上記回路基板、上記素子配置基板と上記
回路基板との間隙の少なくともいずれかにスペーサを有していてもよい。このスペーサは
、非塑性変形性材料からなることが好ましい。上記スペーサが塑性変形しない材料からな
ることにより、素子配置基板と回路基板との貼り合わせの際に導電体材料を塑性変形させ
ても、スペーサによって素子配置基板と回路基板との基板間隔を適切に規定することがで
きる。これにより、基板間隔が狭くなって導電体材料が過剰に押し広げられることを防止
することができ、これにより画素間の短絡等を防止できる。
【００３０】
上記スペーサとしては塑性変形しない材料からなるものであれば特に限定されず、導電性
を有するものであってもよいし、導電性を有しないものであってもよい。上記スペーサは
、その存在により、２枚の基板間距離を実質的に決定するものであれば特に限定されず、
例えば、素子配置基板及び回路基板の少なくとも一方に形成された突起部（以下、バンプ
ともいう）、素子配置基板及び回路基板とは独立して設けられたもの（以下、散布スペー
サともいう）が挙げられる。上記突起部は、例えば、フォトリソグラフィー法により基板
に形成される。
【００３１】
上記散布スペーサとしては、例えば、プラスチックビーズ、ガラスビーズ等の粒子状又は
棒状スペーサ、ガラスファイバー等の繊維状スペーサ等が挙げられる。上記散布スペーサ
は、例えば、ディスペンサーにより配置する方法、インクジェット法等により散布して基
板上に配置される。また、上記散布スペーサは、導電体材料中に練り込まれて基板上に配
置されてもよく、上記散布スペーサの好ましい形態としては、導電体中に包含されている
形態が挙げられる。
【００３２】
なお、本発明において、「非塑性変形性」とは、素子配置基板と回路基板との貼り合わせ
の際の加圧に対して、実質的に変形を生じない性質を意味し、好ましくは、変形を生じな
い性質である。また、導電体による電気的接続の信頼性が確保できる程度であれば、素子
配置基板と回路基板との貼り合わせの際の加圧に対して、変形を生じた後に実質的に元の
形状に回復する性質も非塑性変形性に含めてよい。一方、「塑性変形性」とは、素子配置
基板と回路基板との貼り合わせの際の加圧に対して、変形を生じ、かつ変形前の形状を回
復しないことを意味する。素子配置基板と回路基板との貼り合わせの際の加圧条件として
は、通常、１ｋｇ／ｃｍ２以下で行われる。
【００３３】
上記素子配置基板は、上記観察面側にこの透明剥離層と間隙を空けて保護基板を更に備え
ていてもよい。上記透明剥離層が光散乱層の主面上に部分的に形成されている場合には、
光散乱層と保護基板との間に気体層が形成される。この気体層は、一般的には、空気であ
る。この気体層を低屈折率層として利用することで、発光層からの外部取り出し効率の向
上が図れる。
【００３４】
上記保護基板は、特に限定されるものではなく、用途に応じて適宜設定すればよいが、ガ
ラス基板又は樹脂フィルムであることが好ましい。保護基板が樹脂フィルムである場合に
は、樹脂フィルムは薄くて軽量であることから有機ＥＬ表示装置の薄型化・軽量化が実現
できる。また、樹脂フィルムは可撓性を有することからフレキシブルな有機ＥＬ表示装置
とすることも可能である。また、保護基板は、カラーフィルタ基板であってもよい。
【００３５】
本発明の有機ＥＬ表示装置の構成としては、このような構成要素を必須として形成される
ものである限り、その他の構成要素を含んでいても含んでいなくてもよく、特に限定され
るものではない。
【００３６】
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また、本発明の有機ＥＬ表示装置の製造方法においては、支持基板の主面上に透明剥離層
を形成する透明剥離層形成工程と、上記透明剥離層の上に光散乱層を形成する光散乱層形
成工程と、上記光散乱層の上に、透明電極、発光層及び反射電極がこの順に積層された有
機ＥＬ素子を形成する素子形成工程と、上記支持基板の上記有機ＥＬ素子が形成された側
の面及び上記回路基板の主面の少なくとも一方の面上に導電体材料を配置する導電体材料
配置工程と、上記有機ＥＬ素子の電極と上記駆動回路の電極とが導電体材料により接続さ
れるように、上記素子配置基板と上記回路基板とを貼り合わせる貼り合わせ工程と、上記
支持基板の有機ＥＬ素子が形成された側とは反対の主面側から部分的なレーザ照射を行っ
て上記透明剥離層の一部を改質するレーザ照射工程と、改質した透明剥離層の部分から上
記支持基板を剥離する剥離工程とを有する。
【００３７】
このような構成によると、レーザ照射工程における部分的なレーザ照射によって透明剥離
層の一部を改質することができる。改質された透明剥離層は、機械的な外力が加わること
によって剥離されやすくなるため、剥離工程において支持基板の剥離が容易となる。これ
により、大面積の支持基板を用いても基板の全面にわたって歩留り良く剥離できる。した
がって、例えば、一枚の支持基板を用いて一度に複数の有機ＥＬ素子基板を形成する場合
等に特に有効である。このように本発明においては、支持基板の剥離に際して、剥離のた
めの制御手段として部分的レーザ照射を用いて意図的に剥離するきっかけを与えることで
、続く剥離工程において機械的手法を用いても大面積を歩留まりよく剥離できる。なお、
レーザ照射工程において改質されていない透明剥離層は、光散乱層の主面上に残る。
【００３８】
上記透明剥離層形成工程において、支持基板とは、ガラス基板やプラスティックフィルム
等からなる基板である。耐熱性が必要であれば、基材にガラスファイバー等が織り込まれ
ているプラスティックフィルムを用いても良い。その材質は特に限定されるものではなく
、必要に応じて適宜選択すれば良く、単層構造のものだけでなく、積層構造の基板等につ
いても適用可能である。透明剥離層は、ポリイミド膜等からなり、樹脂溶液を塗布したり
、樹脂フィルムをラミネート加工すること等によって、支持基板の主面上に形成される。
透明剥離層の厚みは特に限定されるものではないが、４０ｎｍ～３００ｎｍであることが
好ましい。
【００３９】
上記光散乱層形成工程において、光散乱層とは、光散乱性を有するものであれば特に限定
されるものではないが、本発明においては、高い光散乱性を有するコーナーキューブアレ
イが好適に使用できる。コーナーキューブアレイの形成方法は特に限定されず、従来公知
の方法によって形成すればよい。
【００４０】
上記積層体形成工程において、有機ＥＬ素子とは、透明電極、発光層、及び、反射電極が
この順に積層された有機ＥＬ素子である。有機ＥＬ素子の形成方法は特に限定されず、従
来公知の方法によって形成すればよい。
【００４１】
上記導電体材料配置工程は、素子配置基板及び回路基板の少なくとも一方の基板上に導電
体材料を配置する工程である。導電体材料としては、上記したものが用いられる。導電体
材料の配置方法としては、例えば、導電体材料が導電性ペーストであれば、ディスペンサ
ーにより配置する方法、インクジェット法が好適に用いられる。
【００４２】
上記貼り合わせ工程は、有機ＥＬ素子の電極と駆動回路の電極とが導電体材料により接続
されるように、素子配置基板と回路基板とを貼り合わせる工程である。この工程で使用さ
れる貼り合わせ方法としては、例えば、両基板の貼り合わせ用の目印の位置が一致するよ
うに、両基板の位置合わせを行った状態で、両基板を上下から加圧する方法等が挙げられ
る。
【００４３】
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上記レーザ照射工程において、レーザ照射は、支持基板の有機ＥＬ素子が形成された側と
は反対の主面側から透明剥離層に向けて部分的に行う。このようなレーザ照射は、マスク
を用いることによって容易に実現できる。レーザ照射された透明剥離層は、改質されるた
め、続く剥離工程において剥離されやすくなる。なお、表示領域における透明剥離層にレ
ーザ照射を行うと、透明剥離層が着色することから、表示領域にはレーザ照射しないよう
に部分的なレーザ照射とする。剥離後に残った透明剥離層は、レーザ照射によって改質さ
れていないため、透明性が損なわれることはない。
【００４４】
レーザ照射は、特に限定されるものではなく、気体レーザ、固体（半導体）レーザ等が挙
げられるが、特に、紫外線によるエキシマレーザが好ましい。照射されるレーザ光のエネ
ルギー密度、特に、エキシマレーザの場合のエネルギー密度は、１５０ｍＪ／ｃｍ２～２
５０ｍＪ／ｃｍ２程度とするのが好ましく、１９０ｍＪ／ｃｍ２～２１０ｍＪ／ｃｍ２程
度とするのがより好ましい。また、レーザ照射時間は、１０ｎｓｅｃ～２００ｎｓｅｃ程
度とするのが好ましく、１０ｎｓｅｃ～５０ｎｓｅｃ程度とするのがより好ましい。
【００４５】
上記剥離工程においては、上記支持基板を上記光散乱層から剥離する。これにより、光散
乱層の透明剥離層が設けられた面には、透明剥離層の一部が残り、また、この面には支持
基板がなくなるとともに、屈折率の低い気体（空気）と接するようになり、上述のように
外部取り出し効率を高めることができる。
【００４６】
本発明の有機ＥＬ表示装置の製造方法の構成としては、このような構成要素を必須とする
ものである限り、その他の工程の有無により特に限定されるものではない。
【００４７】
本発明に係る好ましい態様としては、上記レーザ照射工程では、マスクを介して、表示装
置の表示領域の外縁及び／又は表示領域内における画素領域間にレーザ照射するものが挙
げられる。この工程によると、レーザ照射領域と非照射領域とを容易に区別できる。また
、本発明に係る好ましい態様としては、素子配置基板にカラーフィルタが設けられる場合
に、マスクとしてカラーフィルタを用いるものが挙げられる。このような構成によると、
容易に表示領域の外縁及び表示領域内における画素領域間にレーザ照射を行える。
【００４８】
また、上記製造方法は、素子配置基板及び回路基板の少なくとも一方の基板にスペーサを
配置するスペーサ配置工程を更に含むものであってもよい。スペーサとしては、導電体材
料よりも硬い材料からなるスペーサを配置することが好ましい。本発明において「導電体
材料よりも硬い」とは、導電体材料よりも塑性変形させるのに高い圧力が必要であること
を意味する。このようなスペーサを用いることによっても、素子配置基板と回路基板との
貼り合わせの際に導電体材料を塑性変形させた際に、スペーサによって素子配置基板と回
路基板との基板間隔を適切に規定することができる。その結果、基板間隔が狭くなって導
電体材料が過剰に押し広げられることを防止することができるので、画素間の短絡等を防
止することができる。
【００４９】
スペーサの配置方法としては、例えば、スペーサがバンプであれば、感光性樹脂膜をフォ
トリソグラフィー法によりパターニングして所望の位置にバンプを形成する方法が挙げら
れ、スペーサが粒状スペーサであれば、ディスペンサーにより配置する方法やインクジェ
ット法により散布する方法が挙げられる。
【００５０】
なお、上記製造方法により得られた本発明に係る有機ＥＬ表示装置は、ボトムエミッショ
ン型の素子構造を有する有機ＥＬ素子を転写することで最終的には基板上面から光の取り
出しを行うものである。したがって、最終的に得られた有機ＥＬ表示装置については、有
機ＥＬ素子の膜構成はボトムエミッション型の構成でありながら、トップエミッション構
造を有するように作製された有機ＥＬ表示装置であるとも言える。
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【００５１】
このような構成を有する有機ＥＬ表示装置は、トップエミッション型の利点である高開口
率を実現しつつ、その製造プロセス上の課題である電極の劣化を防止することができる。
すなわち、一般的なボトムエミッション構造の有機ＥＬ表示装置と比較すると、開口率を
高くすることができる。現在の技術状況では、例えば２００ｐｐｉ（ｐｉｘｅｌｓ　ｐｅ
ｒ　ｉｎｃｈ）を超える高精細表示を行うボトムエミッション構造の有機ＥＬ表示装置は
開口率が極めて低くなっているために、このような場合には特に有利である。また、一般
的なトップエミッション構造の有機ＥＬ表示装置と比較すると、金属酸化物を用いて電極
を形成しても製造プロセス中に有機ＥＬ材料が劣化することを防止できるので、金属薄膜
を用いて電極を形成する場合の透過率の低下を回避することができる。
【発明の効果】
【００５２】
本発明によれば、光散乱層の透明剥離層が設けられた側の面に接する支持基板を有さず、
この面は低屈折率層と接することから、発光の外部利用効率を高めることができる。また
、部分的なレーザ照射と機械的な剥離とを組み合わせて有機ＥＬ素子を支持基板から剥離
することで、大面積にわたって歩留りよく剥離を行えるため量産性にも優れている。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】図１（ａ）、（ｂ）は、実施形態１に係るボトムエミッション型の有機ＥＬ表示
装置の構成を示す断面図である。
【図２－１】図２－１（ａ）～（ｄ）は、実施形態１に係るボトムエミッション型の有機
ＥＬ表示装置の製造工程を説明する断面模式図である。
【図２－２】図２－２（ｅ）～（ｇ）は、実施形態１に係るボトムエミッション型の有機
ＥＬ表示装置の製造工程を説明する断面模式図である。
【図３】図３（ａ）は、図２－１（ｃ）に示す基板の状態を示す平面模式図であり、図３
（ｂ）は、更に封止シールが塗布された状態を示す平面模式図である。
【図４】図４（ａ）は、実施形態１に係る有機ＥＬ表示装置を点灯させた状態を示し、図
４（ｂ）は、比較実施形態１に係る有機ＥＬ表示装置を点灯させた状態を示す平面模式図
である。
【図５】図５（ａ）は、実施形態３に係る４面取の例を示す平面模式図であり、図５（ｂ
）は、カラーフィルタ基板を形成するための母基板を示す平面模式図であり、図５（ｃ）
は、カラーフィルタ基板に含まれる複数のカラーフィルタの一部を示す要部拡大図である
。
【発明を実施するための形態】
【００５４】
以下に実施形態を掲げ、本発明を更に詳細に説明するが、本発明はこれらの実施形態のみ
に限定されるものではない。
【００５５】
実施形態１
以下に、図１～図４を用いて、本実施形態を説明する。まず、図１を用いて本実施形態に
係る有機ＥＬ表示装置の主要な構成について説明する。図１（ａ）は、本実施形態に係る
有機ＥＬ表示装置の構成を示す断面模式図である。
【００５６】
図１（ａ）において、有機ＥＬ表示装置１０１は、それぞれ個別に作製された素子配置基
板１０と回路基板としての補助基板２０とが、導電性ペースト３０を介して貼り合わされ
た構成を有する。素子配置基板１０には、補助基板２０との対向面側に封止シール４０を
介して封止ガラス５０が設けられており、封止ガラス５０は、補助基板２０の中央部に形
成されたザグリに配置される。
【００５７】
素子配置基板１０は、光散乱層としてのコーナーキューブアレイ１１を有する。コーナー
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キューブアレイ１１は、後述する発光層１３からの光を散乱する光学部材であり、透明電
極１２の側に配置される。コーナーキューブアレイ１１の形成材料としては、紫外線硬化
樹脂が好適に用いられるが、可視光範囲において無色透明であって、硬化後の機械的耐性
、耐光性、耐候性等を含めた信頼性を有するものであれば、熱硬化樹脂やＳＯＧ（Ｓｐｉ
ｎ　ｏｎ　ｇｌａｓｓ）等の熱硬化性無機材料等についても適用可能である。
【００５８】
コーナーキューブアレイ１１の凹凸形成面側の主面上には、有機ＥＬ素子１５を備える。
有機ＥＬ素子１５は、陽極となる透明電極（ＩＴＯ）１２、発光層１３、及び、反射電極
となる反射電極（金属膜）１４がこの順に積層されてなり、発光層以外に、正孔輸送層、
正孔注入層、電子輸送層、電子注入層等が積層された構造であってもよい。
【００５９】
また、コーナーキューブアレイ１１の有機ＥＬ素子１５が配置された側とは反対側の主面
上には、透明剥離層１６が設けられた領域Ｒ１と透明剥離層１６が形成されていない領域
Ｒ２とを有する。表示領域にある透明剥離層１６は透明であることから、発光効率が損な
われることはない。
【００６０】
補助基板２０は、ガラス基板、プラスチック基板等の基板の主面上に、有機ＥＬ素子１５
を駆動するＴＦＴ素子、ゲート線、ソース線等の回路（図示せず）が形成された構成を有
し、上記のように構成された素子配置基板１０とこの補助基板２０とは、両基板の間に塗
布された導電性ペースト３０を介して電気的に接続される。導電性ペースト３０は、塑性
変形性材料からなり、素子配置基板１０と補助基板２０との貼り合わせ時には、両基板か
らの圧力により塑性変形を生じることが好ましい。
【００６１】
上記のように構成された本実施形態に係る有機ＥＬ表示装置１０１は、素子配置基板１０
の観察面側にある空気が低屈折率層としての働きを有することから、発光の外部取出効率
の向上が図れる。また、素子配置基板１０と補助基板２０とを塑性変形性を有する導電性
ペースト３０を用いて接続していることから、確実かつ低抵抗な電気的接続を実現できる
とともに、両基板の貼り合わせ時において基板間隔が変化したとしても電気的接続を確保
し易いため基板間隔の設計上の許容誤差を大きくとることができ、量産性において優れて
いる。
【００６２】
以上において、図１（ａ）、（ｂ）に示された有機ＥＬ表示装置の各構成要素が説明され
たが、本実施形態の有機ＥＬ表示装置は、図１（ａ）、（ｂ）に示された構成要素以外の
構成要素を含んでいてもよい。また、図１（ａ）、（ｂ）に示された有機ＥＬ表示装置の
構成は一部簡略化されており、各種の変更又は修正がされてもよい。
【００６３】
なお、上記説明では、光散乱層としてコーナーキューブアレイ１１を例にあげて説明した
が、本発明はこれに限定されるものではなく、散乱性を有する基板であれば光散乱層とし
て適用できる。
【００６４】
また、本実施形態においては、図１（ｂ）に示すように、素子配置基板１０に保護基板と
しての前側基板１７をシール剤１９にて貼り合わせた有機ＥＬ表示装置１０２としてもよ
い。このような構成によっても、前側基板１７と透明剥離層１６との間には、低屈折率層
となる空気層が形成されるため、上記と同様の効果が得られる。前側基板１７としては、
ガラス基板、樹脂フィルム等の他、カラーフィルタ基板等が挙げられる。シール剤１９と
しては、例えば、５μｍ径のフィラーを混ぜたシール剤を用いることができる。また、発
光層１３は熱に弱いため、シール剤１９には熱硬化型シール剤ではなく光硬化型シール剤
を用いることが好ましい。
【００６５】
また、上記説明では、素子配置基板１０をＴＦＴ等が形成された補助基板２０と封止ガラ
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ス５０とに貼り合わせる例を挙げて説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく
、例えば、補助基板２０と封止ガラス５０とが一体であって、ＴＦＴ素子が形成されたア
クティブマトリクス基板等も用いることもできる。
【００６６】
以下に、本実施形態に係る有機ＥＬ素子の製造方法の一例について、具体例を挙げて、図
２－１、図２－２、及び、図３を用いて説明する。図２－１、図２－２は、本実施形態に
係る有機ＥＬ素子の製造工程を説明する断面模式図であり、図３は、製造工程の途中にお
ける素子形成基板の状態を示す平面模式図である。本実施形態に係る有機ＥＬ表示装置の
製造工程においては、支持基板上に形成された有機ＥＬ素子をこの支持基板から剥離して
別の基板に貼り付けるという手法を適用する。そこで、まず、図２－１（ａ）に示すよう
に、ガラス基板からなる支持基板６０の主面上に、ポリイミド膜を４０ｎｍ～２００ｎｍ
の膜厚で成膜して、透明剥離層１６を形成するための樹脂層を形成した。以下、図１（ａ
）、（ｂ）に示す透明剥離層１６との区別のために、この樹脂層を透明樹脂層１８と称す
。
【００６７】
次いで、図２－１（ｂ）に示すように、透明樹脂層１８の上に、コーナーキューブアレイ
１１を形成した。コーナーキューブアレイ１１は、紫外線硬化型の透明アクリル樹脂（三
菱レイヨン社製、銘柄：ＭＰ１０７）を用いて、２Ｐ法（フォトポリマープロセス法）に
より転写成型して形成した。コーナーキューブアレイ１１の厚みは、凹部（厚みの薄いと
ころ）の厚みｄ１が１０μｍ程度であり、凸部（厚みの厚いところ）の厚みｄ２が３０μ
ｍ程度であった。
【００６８】
次いで、コーナーキューブアレイ１１の上に、透明電極（出光興産社製、登録商標ＩＺＯ
）１２、発光層１３、及び、反射電極（アルミニウム金属膜）１４を所望の形状に順次形
成して、図２－１（ｃ）に示すように、有機ＥＬ素子１５が形成された状態の基板を得た
。なお、ここでは、便宜上、３層構造となっている箇所の有機ＥＬ素子１５の断面模式図
を示しているが、実際には、有機ＥＬ素子１５は、コーナーキューブアレイ１１の全面に
おいて３層構造を有するものではなく、一部において３層構造を有するものである。その
構成を図３（ａ）に示す。
【００６９】
図３（ａ）は、図２－１（ｃ）に示す基板の状態を示す平面模式図であり、コーナーキュ
ーブアレイ１１上の２５ｍｍ角の領域を示す。この領域には、幅２ｍｍ×長さ１０ｍｍの
透明電極（ＩＴＯ）１２が４箇所に形成されている。また、この領域の中央部には、透明
電極１２の一部を覆うようにして１３ｍｍ角の発光層１３が形成されている。更に、幅２
ｍｍ×長さ１０ｍｍの反射電極１４が４箇所に形成されている。透明電極１２と反射電極
１４とは、互いに直交するように配置される。透明電極１２、発光層１３、及び、反射電
極１４は、各々、上述のパターンに成膜される。これにより、基板の主面上には、有機Ｅ
Ｌ素子１５が形成される。
【００７０】
有機ＥＬ素子が形成されたコーナーキューブアレイ１１の主面上には、図３（ｂ）に示す
ように、１７ｍｍ角の領域に封止シール４０を塗布し、封止シール４０を介して封止ガラ
ス５０を貼り合わせた。
【００７１】
次いで、補助基板２０に形成されたザグリ部の周囲にディスペンサーを用いて導電性ペー
スト３０である銀ペースト（東洋紡績社製、銘柄：ＤＷ－３５１Ｈ－３０、硬化形式：熱
硬化型、フィラー：銀）を塗布した。この時点での導電性ペースト３０は、半球状（お椀
を伏せた形状）を保持している。
【００７２】
次いで、ザグリ部に封止ガラス５０を配置して、有機ＥＬ素子１５が形成されたコーナー
キューブアレイ１１と補助基板２０とを加圧しながら貼り合わせ、有機ＥＬ素子１５と補
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助基板２０の周囲に取り出した電極とを電気的に接続した。これにより、図２－１（ｄ）
に示す状態の基板が得られた。
【００７３】
次いで、透明樹脂層１８を剥離しやすくするために、紫外線（ＵＶ）を用いたレーザ照射
を行った。このレーザは、エキシマレーザである。レーザ照射に際しては、図２－２（ｅ
）に示すように、まず、支持基板６０の透明樹脂層１８が形成された面と反対側の面に、
封止シール４０で囲まれた領域とほぼ同じ大きさとなるように、ＵＶ光を吸収させるため
のポリイミド樹脂（デュポン社製、商品名カプトンテープ）８０を設けた。そして、ポリ
イミド樹脂８０をマスクとして、支持基板６０側から、紫外線８１を３１０ｎｍの波長で
照射した。これにより、透明樹脂層１８には、ＵＶ照射された樹脂層１８ａと、マスクに
よって保護され、ＵＶ照射されていない樹脂層１８ｂとが形成された。
【００７４】
ＵＶ照射された樹脂層１８ａは、改質され、着色するとともに、支持基板６０とコーナー
キューブアレイ１１とを貼り合わせる接着力が弱まった状態となる。そこで、このＵＶ照
射された樹脂層１８ａを剥離のきっかけとして、支持基板６０に機械的な外力を加えて剥
離したところ、樹脂層１８ａは、支持基板６０とともに実質的に全てが剥離された。なお
、樹脂層１８ａが支持基板６０側に付着して剥離されたのは、ガラス基板である支持基板
６０に対してアクリル樹脂からなるコーナーキューブアレイ１１よりもより高い密着性を
有していたためと考えられる。
【００７５】
これにより、図２－２（ｆ）に示すように、コーナーキューブアレイ１１の素子形成面と
反対側の面にはＵＶ照射されていない樹脂層１８ｂのみが残り、透明剥離層１６が形成さ
れた有機ＥＬ表示装置１０１が得られた。
【００７６】
なお、コーナーキューブアレイ１１の素子形成面と反対側の面上には、図２－２（ｇ）に
示すように、必要に応じて透明剥離層１６と間隙を空けて前側基板１７を配置してもよい
。
【００７７】
このように本実施形態に係る有機ＥＬ表示装置の製造方法によると、従来は困難であった
ボトムエミッション型の膜構成を有する有機ＥＬ表示装置であっても、簡易な工程で、発
光層の近傍に低屈折率層としての気体層を形成できる。また、部分的なレーザ照射を行う
ことで、透明性が要求される表示領域等の樹脂層１８ｂは透明性が損なわれることなく残
り、着色した樹脂層１８ａは剥離されるため、発光層１３からの外部取り出し効率が損な
われることはない。
【００７８】
また、表示素子面内において、表示部以外の箇所にレーザを照射するという部分的なレー
ザ照射を行うことで、発光層１３がダメージを受けることはない。また、部分的なレーザ
照射を行った上で、機械的な外力を加えて支持基板６０の剥離を行うことで、支持基板６
０を容易に、歩留りよく剥離でき、機械的手法のみを適用した場合よりも生産性の向上が
図れる。
【００７９】
上記のように作製された有機ＥＬ表示素子を点灯させて発光状態を確認した。図４（ａ）
は、有機ＥＬ表示素子の点灯状態を示す平面模式図である。図４（ａ）においては、２ｍ
ｍ角の発光４１が４箇所確認された以外は発光は見られず、発光の分散はほとんど見られ
なかった。これは、導光成分を発光点とほぼ同一の場所で出射させることができているた
めであり、発光４１は、後述する比較形態１に係る有機ＥＬ表示素子の発光よりも明るい
ものであった。これにより、実効的な外部取出し効率が向上していることが確認された。
【００８０】
比較実施形態１
上記実施形態１におけるＵＶ照射の効果を確かめるために、以下のように本比較実施形態
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を行った。すなわち、図２－２（ｅ）に示すレーザ照射工程を行わなないこと以外は、実
施形態１と同様にして有機ＥＬ素子を作製しようとした。しかしながら、支持基板６０の
剥離は困難であり、透明樹脂層１８がコーナーキューブアレイ１１のほぼ全面に残った状
態となった。
【００８１】
これに対し、上記実施形態１では良好に支持基板６０を剥離できたことから、ＵＶ照射を
行うことによって剥離が容易になることが明らかとなった。これは、あらかじめ剥離した
い箇所の樹脂をＵＶ照射によって改質して剥離しやすくすることで、この改質された部分
が剥離のきっかけとなって、続く機械的な剥離が容易になっているものと考えられる。
【００８２】
本比較実施形態に係る有機ＥＬ表示素子についても、点灯させて発光状態を確認した。図
４（ｂ）は、有機ＥＬ表示素子の点灯状態を示す平面模式図である。図４（ｂ）において
は、２ｍｍ角の発光４２が４箇所ある以外に、各発光４２の周囲に３箇所の発光４２ａ～
４２ｃが見られた。発光４２ａ～４２ｃは、発光４２の中心（発光点）から２～３ｍｍ程
度離れていることから、発光４２を中心として発光４２ａ～４２ｃを含む領域は、表示素
子の１画素の大きさよりも大きくなる。そのため、この導光成分は表示に有効利用するこ
とはできない。このように、発光が複数分散していたため、発光４２は、上記図４（ａ）
に示す実施形態１に係る発光４１よりも暗いものであった。
【００８３】
実施形態２
この実施形態では、保護基板としてカラーフィルタ基板を用いた構成の有機ＥＬ表示装置
について説明する。本実施形態においては、レーザ照射工程において、上記実施形態１に
おいて使用したポリイミド樹脂（カプトンテープ）８０に代えてカラーフィルタ基板をマ
スクとして用いる。
【００８４】
カラーフィルタ基板は、一般に、ガラス基板、プラスチック基板等の基板上に、赤（Ｒ）
、緑（Ｇ）、青（Ｂ）のカラーフィルタ層等のカラー表示用着色層の組み合わせが画素毎
に並設されるとともに、黒のカラーフィルタ層として格子状のブラックマトリクス（ＢＭ
）が各カラー表示用着色層を仕切るように設けられている。
【００８５】
上記のように構成されたカラーフィルタ基板にポリイミド膜を形成してマスクとして用い
、Ｒ、Ｇ、Ｂのカラーフィルタ層で覆われた領域の樹脂にＵＶ照射し、ＢＭで覆われた領
域の樹脂にＵＶ照射しない。これにより、続く剥離工程によって、カラーフィルタ層で覆
われた領域の樹脂は剥離され、ＢＭで覆われた領域の樹脂は透明剥離層１６として残るこ
ととなる。
【００８６】
そして、剥離工程後に、マスクとして用いたカラーフィルタ基板を前面基板１７として貼
り付けることで、カラーフィルタ層とコーナーキューブアレイとの間には、低屈折率層で
ある気体層が形成され、発光層１３からの外部取り出し効率が向上する。
【００８７】
このように本実施形態によると、図２－２（ｅ）に示すレーザ照射工程において、マスク
としてカラーフィルタ基板を用いることで透明樹脂層１８の改質を行える。また、剥離す
る支持基板６０には、ポリイミド樹脂（カプトンテープ）８０を貼る必要がなくなり、支
持基板６０の再利用が容易となる。
【００８８】
実施形態３
この実施形態では、有機ＥＬ素子をディスプレイ装置に適用する際において、大型の支持
基板を用いて一度に複数の有機ＥＬ表示装置を形成する場合を例に挙げて説明する。
【００８９】
図５（ａ）は、大型の支持基板１１０から４枚の支持基板１１ａ～１１ｄを形成する、い
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わゆる４面取の例を示す平面模式図であり、図５（ｂ）は、カラーフィルタ基板を形成す
るための母基板を示す平面模式図であり、図５（ｃ）は、カラーフィルタ基板に含まれる
複数のカラーフィルタの一部を示す要部拡大図である。各支持基板１１ａ～１１ｄには、
上記実施形態１における図２－１（ａ）～図２－１（ｃ）に示す工程と同様にして、有機
ＥＬ素子が形成される。各支持基板１１ａ～１１ｄには、封止シール４０が塗布され、封
止ガラス４０と貼り合わされる。なお、封止ガラス４０は、各支持基板１１ａ～１１ｄと
対応するように個別に設けられていても良く、あるいは大型の母基板上に複数配置された
ものであってもよい。
【００９０】
次いで、図２－１（ｄ）に示す工程と同様にして、導電性ペースト３０を用いて補助基板
２０と貼り合わされる。補助基板２０は、ここでは図示されていないが、各支持基板１１
ａ～１１ｄと対応するように回路及びザグリが形成されている。
【００９１】
次いで、図２－２（ｅ）に示す工程と同様にしてレーザ照射が行われる。レーザ照射に使
用するマスクとしては、ここでは実施形態２と同様に、カラーフィルタ基板を用いる。カ
ラーフィルタ基板は、各支持基板１１ａ～１１ｄ上に個々に配置してもよいが、図５（ｂ
）に示すように、各支持基板１１ａ～１１ｄと対向するように４枚のカラーフィルタ基板
７１ａ～７１ｄが配置された母基板１２０を用いると容易である。
【００９２】
レーザ照射に際しては、ディスプレイ装置の表示エリアの外側となる領域、すなわち、図
５（ｂ）における額縁ＢＭ７２ａ～７２ｄの外側にＵＶ照射を行うことが効果的である。
又は、表示領域内における各画素間にレーザ照射してもよく、両者を組み合わせて使用し
てもよい。
【００９３】
各画素間へのレーザ照射に際しては、カラーフィルタ基板７１ａ～７１ｄに形成されたＢ
Ｍを遮光部として用いることができる。具体的には、カラーフィルタ基板７１ａ～７１ｄ
は、図５（ｃ）に示すように、各画素毎にカラーフィルタ７０２が設けられており、隣接
する画素間は、ＢＭ７０３にて仕切られていることから、このＢＭ７０３を遮光部として
レーザ照射を行うことができる。なお、レーザ照射がＵＶ照射である場合には、カラーフ
ィルタ７０２上には、紫外線を吸収するポリイミド膜が設けられていることが好ましい。
【００９４】
次いで、支持基板１１ａ～１１ｄ、すなわち、支持基板１１０の剥離を行う。本実施形態
においては、予め部分的なレーザ照射を行って透明樹脂層１８を形成する樹脂の改質を行
っているため、続く機械的な剥離によって、このように大型の基板を用いた場合であって
も、容易に歩留りよく剥離が行える。
【００９５】
支持基板１１０が剥離された後、必要に応じてカラーフィルタ基板７１ａ～７１ｄ等が設
けられ、各表示装置毎に切り離されることにより、一度に４個の有機ＥＬ表示装置が得ら
れる。
【００９６】
このように本実施形態によると、１枚の大型基板上に複数の有機ＥＬ素子基板を配置する
場合であっても、図２－２（ｅ）に示すレーザ照射工程において、マスクとしてカラーフ
ィルタ基板を用いることで容易に所望の箇所の透明樹脂層の改質を行える。また、剥離す
る支持基板１１０には、ポリイミド樹脂（カプトンテープ）８０を貼る必要がなくなり、
支持基板１１０の再利用も容易となる。更に、部分的なレーザ照射による樹脂の改質と機
械的な外力を加えることによる剥離とを組み合わせることで、大型基板を用いても、歩留
りよく剥離できる。これにより、一度に複数の有機ＥＬ表示装置において発光層の近傍に
低屈折率層としての気体層を形成できる。
【００９７】
本願は、２００９年１月７日に出願された日本国特許出願２００９－００１９３５号を基
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【符号の説明】
【００９８】
１０　素子配置基板
１１　コーナーキューブアレイ
１２　透明電極
１３　発光層
１４　反射電極
１５　有機ＥＬ素子
１６　透明剥離層
１７　前側基板
１８　透明樹脂層
１８ａ、１８ｂ　樹脂層
１９　シール剤
２０　補助基板
３０　導電性ペースト
４０　封止シール
４１、４２、４２ａ～４２ｃ　発光
５０　封止ガラス
６０、１１０、１１ａ～１１ｄ　支持基板
７１ａ～７１ｄ　カラーフィルタ基板
８０　ポリイミド樹脂
８１　紫外線
１０１、１０２　有機ＥＬ表示装置
１２０　母基板
７０２　カラーフィルタ
７０３　ＢＭ
ｄ１　凹部の厚み
ｄ２　凸部の厚み
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